Editorial

Es muss nicht immer Loten sein

Die Lotverbindung steht auf der elektronischen Bau-
gruppe zweifelsfrei an erster Stelle der Verbindungs-
technologien. Als massentaugliches Verfahren zur
Herstellung einer stoffschliissigen Verbindung, die
zugleich den elektrischen Kontakt und die mecha-
nische Befestigung der Bauelemente realisiert, ist
das Léten der Favorit schlechthin. Mit dem (Leit-)
Kleben steht eine weitere stoffschliissige Technolo-
gie zur Verfiigung. Sie wird insbesondere dann zum
Einsatz gebracht, wenn temperaturempfindliche
Substrate oder Komponenten, oft mit miniaturisier-
ten Anschliissen, kontaktiert wer-
den sollen. Deren mechanischer
Belastbarkeit sind naturgemilf
engere Grenzen gesetzt.

Es steht eine weitere Verbindungs-
technologie zur Verfiigung, in
deren Ergebnis bei qualititsge-
rechter Ausfithrung eine sowohl
mechanisch belastbare als auch
stromtragfihige Verbindung
zustande kommt. Die Einpress-
technik, insbesondere fiir verschie-
denste Arten von Steckverbindern
in der Anwendung, schafft eine
kraft-formschliissige Kontakt-
stelle. Als wichtigster Vorteil im Vergleich zum Léten
wird die nicht vorhandene Temperaturbelastung beim
Fiigen angefiihrt. Das trifft natiirlich nur zu, wenn
auf der betreffenden Baugruppe auch keine anderen
Komponenten geldtet werden. In jedem Fall kénnen
aber an diesen Steckverbindern weder Lotbriicken
entstehen, noch konnen sich Flussmittelreste oder
dhnliches spéter zum Problem entwickeln. Nicht zu
unterschitzen ist allerdings die Krafteinwirkung beim
Einpressen der Kontakte, die sich unmittelbar auf die
entsprechenden Durchkontaktierungen in der Leiter-
platte auswirkt. Eine gute Abstimmung der Einpress-
kontakte (Gestalt, GroBe, Federwirkung, Material,

Oberfliche) auf die Leiterplatte (MaBtoleranzen,
Kupferschichtdicke, Hiilsenwandung, Oberflichen,
Bohrungsdurchmesser etc.) sowie eine hohe Prozess-
beherrschung, z. B. die wohldosierte Krafteinwir-
kung, sind unbedingte Voraussetzung fiir die Erzie-
lung der notwendigen Verbindungsqualitit.

Die Beitrdge der Rubrik ,Forschung & Technologe*
befassen sich daher unter anderem mit Untersu-
chungen zur Qualitdt und Zuverldssigkeit von Ein-
pressverbindungen. Welche Prozessparameter und
geometrischen Verhéltnisse haben welchen Einfluss
auf die Kontaktqualitdt? Wie
kann die Verbindungsqualitdt
elektrisch charakterisiert werden?
Welche Anfangsschadigungen an
den Durchkontaktierungshiilsen
konnen entstehen? Wie reagieren
unterschiedliche Basismaterialien
und Kupferqualitidten der Sub-
strate auf die wirkenden Krifte?
Gibt es potenziell gefdhrliche
Materialkombinationen der Ober-
flichen-Finishes, z. B. wegen der
durch die mechanischen Krifte
beim Einpressen verstérkten Nei-
gung zur Whisker-Bildung? Wie
verhalten sich die so hergestellten Einpressverbin-
dungen unter thermischer und Feuchte- bzw. Medien-
belastung? Welche Zuverldssigkeitsmodelle lassen
sich ableiten?

Diese und dhnliche Fragen sind nicht neu und auch
nicht ausschlieBlich fiir Einpressverbindungen zu
stellen, aber aufgrund sich &ndernder Rahmenbedin-
gungen und Produktanforderungen immer wieder
neu zu beantworten.
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